
2021第三届华人
芯片设计技术研讨会

主办单位

澳门大学，清华大学，电子科技大学

联办及支持单位

珠海澳大科技研究院，深圳市福田区人民政府，

河套深港科技创新合作区领导工作小组办公室

会议规模

约600人

芯片已经成为我们日常生活的一部分，不仅如此，它对国家的重要性也在日渐上

升。芯片广泛运用于各种电子产品和系统，是高端制造业的核心基石。华人芯片设计

技术研讨会（ICAC）致力于为中国集成电路设计的学术界和产业界同仁建立一个顶尖

的技术交流平台，会议只邀请过去两年中在集成电路设计领域顶级期刊（ISSCC 或

JSSC）发表过优秀论文的中国顶尖 IC 设计学者 / 工程师做学术报告，营造开放的技

术讨论氛围，集思广益，共同提高。此次大会聚焦当下热门行业问题，解答企业发展

问题，提出新观点，发展新方向，拓展新视野。

2021年5月20日-21日 深圳福田香格里拉大酒店



本届会议为期 2 天，共邀请了 39 位中国集成电路设计的学术界和产业界的顶

级专家学者作专题报告。深圳市福田区人民政府副区长欧阳绘宇在大会上致辞，他

指出集成电路与微电子是合作区发展的重要方向，本届大会集聚芯片领域前沿高端

资源，共话集成电路产业未来发展，对于推动电子信息产业产学研合作发展有着重

要意义。清华大学集成电路学院，大会荣誉主席王志华教授在开幕致辞中切身实际

地谈到了自己的治学之路和大陆集成电路设计业的发展历程，并鼓励青年学者做到

“世界先进” 甚至是 “世界领先”。精英论道，结鸿鹄之交，会议期间精彩纷呈的

报告及问答互动是一次观点的碰撞，更是一场思想的盛宴。学术界和工业界的精英

互相交流，不仅有助于学术产业化，与工业需求相结合；在学术交流的同时，了解

当下的工业需求，解决企业问题，带来更多新视野和新方向，为提升中国集成电路

行业水平，助力中国芯片产业达到新高度尽绵薄之力。

从首届会议开始，亚昂全程深度负责了会议从学术到会议组织的各方面工作，从 18 年的

正常线下会议到如今疫情常态化情况下线上线下结合的会议模式，在办会环境不断变化的过程

中提供新的解决方案，确保每年会议顺利举行，不断扩大会议的影响力及会议品牌效应。


